表7．机械科学与工程学院研究生课程简介

	课程名称：微机电系统封装技术基础
	课程代码：100.533

	英文名称：Fundamentals of Microsystems Packaging 

	课程类型：■讲授课程  □实践（实验、实习）课程  □研讨课程  □专题讲座  □其它

	考核方式： 考查                             
	教学方式：多媒体

	适用专业：  精微制造、微电子                 
	适用层次： 硕士■     博士 □

	开课学期：   秋季        
	总学时/讲授学时： 32 / 32   
	学分：2

	先修课程要求： 微机电系统技术

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	汪学方
	副教授
	机械制造
	37
	MEMS封装

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	教学大纲：（章节目录）
第1章：微系统封装概论

1.1    微系统器件和微系统加工技术

1.2    微系统封装的功能

1.3    微系统封装的发展趋势

第2章 器件级封装

2.1   贴片

2.2   引线键合

2.3   载带自动焊

2.4   倒装焊
2.5   UBM层制作

2.6   凸点制作
第3章 器件级封装材料与工艺

3.1    陶瓷封装概述

3.2    陶瓷封装外壳的流延、共烧工艺

3.3    多种陶瓷封装工艺介绍
3.4    塑料封装概述

3.5    塑料封装材料

3.6    塑料封装工艺
3.7    金属封装概述

3.8    金属封装材料与工艺

3.9    气密性封装
第4章 圆片级封装

4.1    阳极键合原理
4.2    共晶健合原理
4.3    中间焊料键合

4.4    熔融键合

4.5    胶接
第5章 簿膜与厚膜封装

5.1    薄膜封装
5.2    薄膜电路
5.2   厚膜封装 
5.3   厚膜电路
第6章 微系统封装的可靠性及其测试技术

6.1    微系统封装失效现象与机理

6.2    微系统封装中的热失配和热疲劳

   微系统封装中的可靠性评价


	教材：  

微系统封装技术    金玉丰主编   科学出版社

	主要参考书：
1． 微电子封装手册（第二版） Rao R Tummala等编，电子工业出版社

2． Fundamentals of Microsystems Packaging    Rao R Rummala 著
3． Advanced Packaging          W. Brown著     IEEE Press(1999)




注：每门课程都须填写此表。本表不够可加页
